
MCXW236BHN-RDM无线模块
MCXW236BHN-RDM 
Preproduction
本页介绍的产品处于样品阶段。此处的产品技术规格和信息如有变更，恕不另行通知。如需了解更多信息和样品供货情况，请联
系恩智浦 支持服务或恩智浦当地销售人员。

Last Updated: Oct 17, 2025

MCXW236BHN-RDM是一款高度可配置、低功耗且成本效益高的评估和开发板，用于
MCXW236BHN器件的应用原型制作和演示。MCXW236BHN是一款高集成度的单芯片Bluetooth low
Energy 5.3无线收发器，内置微控制器和闪存，面向物联网应用。

https://www.nxp.com.cn/support/support:SUPPORTHOME


MCXW236BHN-RDM Block Diagram
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Solder jumper on PCB-J1
• TXM1 option: VDD_RF to VBAT_LV
• TXM2/3 option: VDD_RF to VBAT_HV
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Solder jumper on PCB-J2
• IOM1 option: VDD_IO to VBAT_LV
• IOM2 option: VDD_IO to VBAT_HV
• IOM3 option: VDD_IO to external reference
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View additional information for MCXW236BHN-RDM无线模块.

Note: The information on this document is subject to change without notice.

https://www.nxp.com.cn/pip/MCXW236BHN-RDM
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